
第 78 回プラスチックフィルム研究会講座 
主題＝半導体の高機能・高性能化に貢献するプラスチックフィルム 

 
＜趣旨＞ プラスチックフィルムは、従来からの一般工業・包装用途に加えて、環境、エネルギー、
光学、電気電子、医療分野等に機能性材料として、ますます広範囲に応用展開されています。当
研究会は、フィルム素材自体、及びこれらの用途にフィルムを適用する際に求められる機能化技術、
プロセス技術の進歩に資することを目的に活動を行っています。 
 第 78 回研究会講座は、半導体の高機能・高性能化に貢献するプラスチックフィルムをテー
マに、半導体の産業構造と地政学といったマクロな視点から、半導体パッケージ分野に関す
る総論、さらに後工程用フィルムや基板用フィルムなどの各論まで、幅広くご講演いただき
ます。多くの皆様のご参加と活発な議論をお待ちしています。 
主  催  高分子学会 プラスチックフィルム研究会 
協  賛  日本化学会 プラスチック成型加工学会 化学工学会 日本印刷学会  

日本農芸化学会  廃棄物資源循環学会 日本分析化学会 電気学会 
日  時  2026 年 10 月 27 日(火)  10：20 ～ 17：10 
会  場  東京科学大学大岡山キャンパス西 9 号館コラボレーションルームおよびオンライン 
     (東京都目黒区大岡山 2－12－１) 

※状況によりオンライン開催となる可能性がございます。 
交  通  東急目黒線・東急大井町線 大岡山駅下車 徒歩 3 分 
          https://www.isct.ac.jp/ja/001/access参照 

講  演 
10:20～11:10 1. AI 時代の半導体産業構造と地政学について   （News & Chips）津田建二 

11:20～12:10 2. 先端半導体パッケージの開発動向と今後の展望        

（NEP Tech.S&S）西田秀行 

13:20～14:10 3. プロセス課題と材料への要望          （福岡大学）野北寛太 

14:20～15:10 4. 半導体モールド用離型フィルムの開発         （ハリマ化成）安部雄介 

15:20～16:10 5. 次世代半導体向け、微細・高密度配線用感光性ポリイミドシート 
 （東レ）嶋田彰 

16:20～17:10 6. 半導体・ディスプレー製造工程を志向した次世代型ポリ乳酸フィルムの 
提案                                           （東洋紡）阿部尭永 

※本研究会の要旨集は PDF配信となります。 

参加要領 
1) 定員 60 名 
2) 参加費(税込) 企業 19,800 円、大学・官公庁 7,700 円、学生 4,400 円 
 名誉会員・終身会員・フェロー・ゴールド会員・シニア会員 4,400 円 
 (プラスチックフィルム研究会メンバー 企業 13,200 円、大学・官公庁 6,600 円) 
3) 申込方法 WEB にて申込後、参加費を 10 月末日までにご送金ください。※当日登録は出来

ません。 
4) 振込先 銀行振込<三菱 UFJ 銀行 銀座支店 普通口座 1126232 公益社団法人 高分子
学会> 
 ※振込手数料は振込人にてご負担くださいますようお願いいたします。 
5) キャンセル期限 キャンセル 10 月 19 日までにご連絡ください。期日を過ぎてのキャンセル

は参加の有無にかかわらず参加費を請求させていただきますのでご了承くださ
い。 

問 合 先 公益社団法人高分子学会 プラスチックフィルム研究会係 
 〒104-0042 東京都中央区入船 3-10-9 新富町ビル 6F 
 TEL03-5540-3771 FAX03-5540-3737 
 
※プログラムは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。 
※参加のお申込みは 10 月 19 日とさせていただきます。 


